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(71) 출원인 도레이 다우코닝 실리콘 가부시끼가이샤

일본국 도오꾜도 쥬오꾸 니혼바시무로마찌 2죠메 3반 16고

(72) 발명자 나까요시 가즈미

일본국 지바껭 이찌하라시 유수다이 니시 1죠메 6반지

미네 가쯔또시

일본국 지바껜 이찌하라시 아오바다이 7죠메 20반지 2

(74) 대리인 이병호, 최달용

심사청구 : 없음

(54) 플립 칩 반도체 장치

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

플립 칩 반도체 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 플립 칩(LSI 칩)반도체 장치의 한 실시예의 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

활성 표면과 상기 활성 표면상에 위치하는 다수의 전기 단자 패드를 구비하는 플립칩형 반도체 소자와, 
상기 반도체 소자의 단자 패드에 대응하는 다수의 전기 단자 패드를 포함하고 있는 베이스 플레이트를 
구비하는 반도체 장치로서,  상기 반도체 소자의 전기 단자 패드는  25℃에서 100kgf/㎤정도의 장력 
Young의 계수값을 나타내는 도전성 실리콘 탄성 중합체에 의해 상기 베이스 플레이트상의 대응단자 패드
에 연결되며, 상기 활성 표면은 상기 활성 표면과 상기 베이스 플레이트간의 공간을 점유하는 전기적 절
연 탄성중합체 밀봉재로 코팅되는 반도체 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 전기적 절연 탄성 중합 밀봉제가 실리콘 밀봉제인 반도체 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 도전성 실리콘 탄성중합체 및 전기 절연성 탄성중합적인 밀봉제가 하이드로실리레이션 
반도체 장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 전기 도전성 실리콘 탄성 중합체는 도전성 충전재로서 미세하게 분쇄된 은을 포함
하는 반도체 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임
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